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Aktivierungsstoff ....131-151, 256, 258,
....288,292,295,319-321, 325, 327,
.... 333,373,377, 381, 384, 412-419

Aktivlot 309, 336



Akustik, akustische Anforderungen,
akustische Eigenschaften
akustische Anforderungen
Al, Al-Legierungen . ... 74,92, 101, 105,
...198, 277, 283, 295, 322, 335, 337, 361,
383,415, 419, 447, 457, 464, 470, 476

AlCL oo 363
Al-Fasern, Al-Wolle .............. 115
Al-Fertiglot, Al-Lot ........... 73,113,
....................... 186, 201, 206
AlGa-Eutektikum ................ 335
Al-Inhibitor . .................... 127
Alitieren ............... 243,395, 453
Allamannische Goldscheibenfibel ...359
Al-Metallisierung, Al-Schichten
............ 123, 200, 361, 395, 446
AIN-Partikel .................... 419

Al-Schaum, Aluminiumschaum . 369, 450

AlSi-Konstruktionslot .. ........... 164
AlSi-Reaktionslot ......... 87,476, 477
Altern ....... ... .. .. ... ....... 453
Aluminieren .................... 395

Aluminiumschaum, Al-Schaum . 369, 450
Aluminiumverbundwerkstoffe

....................... 183, 421, 464
Aluminiumwerkstoffverbunde ...... 447
Alumiuminhibitor ................ 127
Al-Wolle ....................... 115
Amalgan .............. .. .. ..... 491
Ameisensdure ........... 156, 326, 379
Anforderungen

akustische ................... 168
haptische . . .................. 168
optische .................... 168
sensuspezische ............... 168
anisotroper Klebstoff. . ............. 59

Anisotropie der
mechanischen Eigenschaften 57, 393

VerschleiBbestindigkeit ......... 58
Anisotropie-Effekt ................ 59
ankristallisierte Schicht . ........... 300
Anlassen ........... 121, 424, 453, 465
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Anlauffarbe ............ ... ... ... 178
anorganische Schichten,
als Lotstopmittel . ............. 273

anorganische Substanzen .. 156, 190, 210

Anpressen .. 135,138, 216, 241, 308, 312
Anriss . ... ... ... 59, 178, 455
Anschaffungsaufwand . ............ 308
Anschlussfliche . ... ... 50, 69, 153, 158,

... 173,182, 218, 225, 233, 237, 273,
....280,299, 313, 352, 399, 445, 491

Anschmelzen
chemisches ........... 69, 85, 254,
.................... 352,390, 478
thermisches . .. ... 187,296, 390, 433
Antiblasen ................... 94,113

Antimon, Sb
Anwendung von

Grenzzustinden .............. 306

Sicherheitslosungen ........... 306

vergegenstandlichten

Informationen .. .............. 306
Anzahl der moglichen
Stoffschlussverbindungen ........... 61

Arbeit . .55, 110, 136-140, 178, 189, 191,
....240,245,237, 258, 280, 319, 491

Arbeitsgegenstand . . .. 55, 120, 236, 240,

................ 252,259, 265, 268
Arbeitsgeschwindigkeit . ........... 192
Arbeitsgestaltung . ............... 189
Arbeitskraft . ... ... ... ... 120, 191, 285
Arbeitsmaterialien ... ............. 236
Arbeitsmittel ............ 120, 265, 285
Arbeitsplatzbelastung . ............ 149

Arbeitsproduktivitit, Produktivitit
63, 148, 188, 285, 251

Arbeitsprozess .. ........ 120, 189, 236,

................ 240, 252, 259, 268
Arbeitsschutz . . .............. 144, 190
Arbeitssicherheit ... ... ... ... 190, 285
Arbeitssystem . .............. 120, 190
Arbeitstemperatur ................ 134
Arbeitsunfalle ................... 418



Arbeitsunterlagen ............ 205, 295
Argon ............. 72, 143, 150, 264,

................ 292,295, 331, 382
Armco-Eisen . ................... 152

arteigene Eutektik-Lote . ... 112, 186, 299
arteigene Fertiglote 63,73, 85, 88,
94, 96, 97, 99, 102,
112, 118, 194, 287, 299
arteigene Kompaktlote
arteigene Mischkristall-Lote . . .. 186, 299

arteigene Reaktionslote . ........... 187
arteigener Metalleinschluss . . . . .. 94, 115
artfremde Eutektik-Lote ....... 186, 299
artfremde Fertiglote .......... 118,299
artfremde Kompaktlote ............. 63
artfremde Mischkristall-Lote ... 186,299
artfremde Reaktionslote ........... 187
Atombindung ................ 61,442
Atomtechnik .................... 404
Atzen, chemisches . .. ............. 339
AwnOs 329
Aufbau technischer Oberflachen . . . . . 178
Aufbiirsten von Loten . ............ 141
Aufdampfen ................ 83, 218,
Aufgaben der Rationalisierung . . ... .. 63
aufgebrachtes Lotdepot .. .......... 145

Aufhérten, Ausharten, Harten .. 129, 139,
... 195,214, 280, 283, 422, 424, 453
Aufkohlen, Aufkohlungspaste,
Aufkohlungspulver,
Aufkohlungsverfahren . 307, 424, 434
Auflegieren, Auflegierung . ... 69, 87, 91,
390, 395, 435
Auftragloten, Auftragungsloten 118, 136,
288,304, 421

Auftragschweillen,
Auftragungsschweiflen . 106, 108, 114
Auftragungsloten, Auftragloten
118, 136, 288, 304, 321, 421
Auftragungsschweif3en,
Auftragschweiflen

106, 108, 114
aufwandsarme Lotfertigung. . 50, 125, 372
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Ausbreitungsflache
Ausbringung von Metallen
Au-Schichten......... 71, 105, 201, 380
Ausdampfen 292,294, 325,435

Ausdehnung, thermische . .. 57, 149, 177,
285, 324, 327, 328,
................ 329,371,377, 383

Ausdehnungsfehlanpassung ... 133, 135,
140, 142,292, 319, 325,
............ 382-384, 412,417,419

Ausdehnungskoeffizient ... 57, 160, 164,
221,223,314, 331, 371, 376

Ausdehnungsrisse
Ausfall, Ausfallort, Frithausfille
59, 69, 495
Ausfallanalyse, Ausfallursachen . .59, 377
Ausfallrate .. .....................
Ausgangseigenschaften 70, 120, 409
Ausgangszustand . . 97,294, 411, 459, 486
Aushirten, Aufhérten, Hirten .. 129, 139,
.... 195,214,280, 283, 422, 424, 453
Auslagern 332,422, 443,
Auslegieren, Ablegieren, Erosion
92,164, 435
Auslegung, der Lotverbindung .. 78, 111,
121, 126, 246, 460, 466, 470

Auslottemperatur der Lotverbindungen
............. 52, 64, 132, 197, 203,
220,227, 394, 436, 490

111, 349

dullere Grenzflichen
153, 155, 180, 317, 325

Autoadhésion

Automatisierung, automatisch
114, 148, 190, 284, 302, 350
Automobilbau, Automobilindustrie
70, 122, 168, 181, 295, 363, 383

autonomes Schmelzen

Autoschutzgas, Autoschutzgasloten

134,216, 253, 304,
311, 379, 424, 460
133, 256, 309,
311,327,373



Bandgeschwindigkeit ............. 266

Barriereschichten. . . . .. 68, 71, 135, 138,
................ 219, 237,257,319

116, 233, 235, 265, 393, 408

baugruppenneutrale Lotvorrichtung . . 271

Bauelement

baugruppenspezifische Lotvorrichtung 271

Baustahl ......... 69, 91, 187, 248, 251,
............ 422,426, 429, 446, 465

Bauteilanschluss, Bauteilgestalt,
Bauteilvolumen ... ... 71,150, 157,
....... 213,219, 224,232, 242, 248,
........ 256, 259, 326, 385, 402, 478

Bauteilgestalt, Bauteilvolumen,
Bauteilanschluss . . . . .. 71,150, 157,
....... 213,219, 224,232, 242, 248,
........ 256, 259, 326, 385, 402, 478

Bearbeitungsschicht .............. 487
Bearbeitungstemperatur . .......... 123
bedienerarme Fertigung ....... 64, 284,

........................ 305, 350
bedienerfreie Lotfertigung .. ... 192, 305

Bedingungen, irdische . . .. 154, 163, 177,
....220,256, 268,315,392, 484, 491

Bedingungsleichtbau . . ............ 308

Behandlung vor, nach und wéhrend des
Lotens . . ... 143, 280, 281, 293, 382,
........... 403, 421, 422, 423, 426,
........ 434, 436, 438, 440, 452, 453

Behandlungsparameter beim Loten
..................... 70, 120, 281

Beilby-Schicht . .................. 486
Belastbarkeit der Lotverbindung . . . . . 52,
........................ 204, 489
Benetzbarkeit ....... 111,237,333, 336
Benetzung . .. .. 134, 142, 201, 218, 233,
............ 273,295, 334, 379, 442
Benetzungsfliche ................ 380
Benetzungsschicht . . ... ... 70, 200, 202,
.................... 218,237,362

Beschichten, Beschichtung ... 49, 69, 73,
....... 101, 115, 157, 161, 204, 228,
........ 242,250, 323, 357, 396, 419

Beschichten, zum Loten . ... 73, 98, 158,
.................... 242,244,396

Betriebsbedingungen . . . . 48, 53, 75, 163,

............ 149, 221, 394, 408, 450
Betriebsdauer .................... 75
Betriebsspannungen . ..49, 161, 367, 370

betriebsspezifischer Aggregatzustand
............. 54,121, 165, 222, 271

Betriebstemperatur
erhohte . ... 49, 66, 78, 96, 110, 118,
....... 121, 123, 126, 132, 164, 220,
... 227,362,410, 436, 443,470, 490
homologe ....75, 121,220,271, 470
Zuldssige . ......... ... 65,229
bewegliche Lotverbindung,

bewegliche Filigeverbindung . . 78, 80,
................ 121, 159, 241, 408

Bi, Bismut ........... 80, 165, 333, 470
Biegefestigkeit .................. 393
Biegewechselfestigkeit ............. 59
Biegewinkel . .............. 57, 67,223
Bimetalle ....................... 279
Bindefehler ..................... 478
Bindung, chemische. .. ... ... 61, 81, 400
Bindungsenergie ................. 327
Biokeramik ............... ... ... 61
Blankglihen .................... 307
Blédschen, negative . ................ 94
Blasen ...... 94,113, 277, 322, 345, 448
Blasen, Poren ...... 113, 169, 201, 277,

............ 336, 345, 364, 438, 461
Blech-Blech-Verbindungen . . . ... ... 246
Bleiddmpfe, Pb-Dampfe . ... ... 201, 295

bleifrei . ... 57, 60, 70, 98, 114, 117, 166,
.... 190,201, 204, 227, 338, 377, 384

Bonden .................... 105, 488
Bonden, eutektisches . ............. 355
Bondverbindungen ............... 104
Bor,B .................. 60, 405, 463
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